
リアルタイム・トップ&サイドビュー光学系搭載
セルフサックバック技術で、液玉・液ダレ・糸引き・濡れ上がり無し

ダイナミック・ディスペンシング・モード・コントロール ～DDMC
ドットとラインを一連動作で吐出可能

各種接着剤
Ag、Cu（ナノ）ペースト
ハンダペースト
封止材、絶縁材
導電性樹脂材
蛍光粒子、酸化チタン液剤
カーボンブラックインク
ピエゾ式インク・ジェットや他方式のディスペンサでお困りの方

………………………………微細・極微量塗布(スマホ、スマートウォッチ等の製造)
………………………微細パターニング、スクリーン印刷の断線リペア

………………………………微小・微細回路へ滴下、グリッドアレイ形成、リペア
……………………CMOSセンサー、FPD、WRデバイス等の微細な額縁塗布
……………………水晶発振子、LED等の電極形成、キャビティ内部の局所配線

…………………………LED製造工程の微細描画、微量＆定量塗布
………………………微小レンズ、ガラス部品の遮光材塗布・絞り形成
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